关于进一步促进集成电路双创平台专项资金申报指南
一、申报对象

具有独立法人资格，在厦门自贸片区高崎园区机场北片区经营，具有5人以上稳定技术团队（在厦门签订劳动合同、缴交社保），经厦门自贸委空港园区办事处确认，专门从事集成电路领域(包括逻辑电路、存储器、特色工艺半导体、化合物半导体、微机电系统（MEMS）与智能传感器、基础电子元器件、Mini/Micro LED、OLED、激光显示等)设计、制造、封装测试、芯片销售、材料与装备应用等生产、研发、公共服务的企业和机构。

二、扶持标准

（一）支持新企业入驻
1.补助标准

对首次入驻平台的IC企业给予场地租金减免扶持。自企业首租日起，按照“先交后补”的方式给予租金补助，前三年按实际租金的100%给予补助，第四、第五年按实际租金的50%给予补助，每家企业补助的建筑面积最高300平方米,租金补助标准前三年最高50元/平方米，第四年、第五年最高25元/平方米。

2.申请材料

（1）租金补助申请表（附件3）；

（2）与出租方签订的场地租赁合同复印件；

（3）租金发票复印件等相关证明材料。
（二）鼓励台湾IC企业入驻
1.补助标准

对台资的持股比例占50%以上的台湾IC企业首次入驻平台，给予五年场地租金减免扶持。自企业首租日起，按照“先交后补”的方式，按实际租金的100%给予补助，补助期五年，每家企业补助的建筑面积最高300平方米,租金补助标准最高50元/平方米。

2.申请材料

（1）租金补助申请表（附件3）；

（2）与出租方签订的场地租赁合同复印件；

（3）实际外资到资证明的复印件（任一即可）：银行入账业务回单、银行收汇客户回单及其他由第三方出具的且法律认可的入资证明（到资证明文件按入资先后排序）；

（4）租金发票复印件等相关证明材料。

（三）存量企业场地租金补助

1.补助标准

鼓励平台内现有企业做大做强，对已享受完五年首次入驻场地租金减免扶持的IC企业，达到以下条件之一的，按照“先交后补”的方式给予场地租金全额补助，自企业达到条件次年给予场地租金三年全额补助，每家企业补助的建筑面积最高1000平方米,租金补助标准最高50元/平方米。

（1）被列入“厦门市重点上市后备企业”；

（2）企业上年度营业收入不低于8000万元，且最近三年年均增长率不低于10%。

2.申请材料

（1）租金补助申请表（附件3）；

（2）厦门市重点上市后备企业的相关证明材料或经税务部门确认的企业纳税申报表（加盖税务章）；

（3）与出租方签订的场地租赁合同复印件；

（4）租金发票复印件等相关证明材料。

（5）信用承诺书（附件2）。
（四）存量企业增资奖励

1.补助标准

鼓励平台内现有集成电路企业增资扩股，对年度增资，且实际到资1000万元以上的企业，按照年度实际增资额的1%给予奖励，每家企业每年最高奖励200万元。
2.申请材料

（1）增资奖励申请表（附件4）；

（2）年度实际到资证明（任一即可）：银行入账业务回单、银行收汇客户回单及其他由第三方出具的且法律认可的入资证明（到资证明文件按入资先后排序）；

（3）登记备案证明；

（4）信用承诺书（附件2）。
（五）支持人才引进

1.补助标准

鼓励集成电路企业接收引进具有全日制本科及以上学历、专业符合《厦门市集成电路产业相关紧缺专业目录》的毕业生。对入驻平台IC设计企业接受引进的集成电路产业相关紧缺专业毕业生在获得市级“集成电路产业相关紧缺专业毕业生生活补助”基础上，按照当年度获得市级“集成电路产业相关紧缺专业毕业生生活补助”补助金额的20%给予区级配套补助。

2.申请材料

（1）人才引进补助申请表（附件5）；
（2）市级紧缺专业毕业生生活补助下拨通知复印件；

（3）获得紧缺专业毕业生生活补助的银行回单。

（六）流片补助

1.补助标准

对入驻平台的IC设计企业在获得市级“流片补助”的基础上，按照当年度获得市级“流片补助”补助金额的20%给予一次性区级配套补助。每家企业每年度所获市、区补助金额合计不得超过其流片的实际发生额。

2.申请材料
（1）厦门自贸片区流片补助申请表（附件6）；

（2）市级流片补助下拨通知复印件；

（3）获得市级流片补助的银行回单。

（七）封装费用补助

1.补助标准

对入驻平台的IC设计企业给予芯片封装费用补助。每年按照“先交后补”的方式，对到封装企业或通过第三方公共服务平台进行样品、小批量封装（每批次晶圆片数不多于15片）的给予封装费用90%补助，每家企业每年不超过100万元。

2.申请材料

（1）芯片封装补助申请表（附件7）；

（2）芯片封装补助资金明细表（附件8）；

（3）企业与晶圆厂流片证明材料；

（4）芯片封装合同、发票、付款凭证；

（5）实际开展封装的相关证明材料。

（八）芯片首次量产补助

1.补助标准

对入驻平台并在厦门自贸片区高崎园区机场北片区内结算的IC设计企业给予芯片首次量产奖励。每年按照“先量产后申请”的方式，给予芯片首次量产晶圆费用的30%补助，每家企业每年不超过200万元。

2.申请材料

（1）芯片首次量产补助资金申请表（附件9）；

（2）芯片首次量产补助资金汇总表（附件10）；

（3）量产芯片申报市级流片补助的相关证明材料；

（4）企业与晶圆厂签订首次量产芯片的订单或合同、发票、付款凭证（境外加工的需提供报关单或委外加工证明）、版图等相关证明材料；

（5）企业前半年度审计报告。

（九）公共平台使用补助

1.补助标准

对入驻平台的IC设计企业，每年按照“先交后补”的方式，给予芯片测试费35%补助，每家企业每年不超过50万元；对开展测试认证的企业，按照其上年度在双创平台内测试平台发生检测认证费用的50%给予补助，单家企业不超过20万元。

2.申请材料

（1）公共平台使用补助申请表（附件11）；

（2）企业与晶圆厂流片证明材料；

（3）使用公共平台的合同、发票、付款凭证；

（4）实际开展测试或认证的相关证明材料（如测试时长/测试报告/认证证书等）。

（十）EDA工具购买补助

1.补助标准

加强对设计企业购买设计工具支持，鼓励企业自购EDA设计工具。对年度营业收入达到5000万元以上的IC设计企业，企业自购EDA设计工具软件的，按照实际发生费用的50%给予补助，每家累计补助金额不超过200万元。
2.申请材料

（1）EDA工具购买补助申请表（附件13）；

（2）购买EDA设计工具软件费用购置合同、发票及相关招标文件；

（3）经税务部门确认的企业纳税申报表（加盖税务章）。

三、相关事项
1.企业凡是变更名称的，应附上“准予变更登记通知书”复印件；

2.合同变更地址或续签，提供自入驻园区起签订的第一份合同至最后一份合同（包含终止合同）复印件。
3.以上扶持政策与厦门市其他政策允许就高不重复享受。
4.申请企业应当提供有关材料及5人以上稳定技术团队的缴交社保证明材料，并承诺八年内不迁离厦门自贸片区高崎园区机场北片区（附件1）。

5.对平台内获得存量企业发展支持（场地租金补助、增资奖励）的企业，对申请场地租金补助或增资奖励的存量企业，需承诺在原有承诺八年不迁出平台的基础上，承诺再延长五年不迁出厦门自贸片区高崎园区机场北片区，且在企业申请IPO上市时，以厦门自贸片区高崎园区机场北片区的企业主体申报（附件1）。

6.申报企业注册在厦门自贸片区的扶持资金由厦门自贸片区、湖里区财政各按50%承担；申报企业注册在湖里区的扶持资金由湖里区财政100%承担。

四、申报时间

每年1月、7月分别申请前半年扶持资金，截止日期为当月最后1个工作日。

另：2022年下半年扶持资金申请日期为2022年4月1日至12月31日。
五、申报材料

（一）纸质材料编制要求。申报材料按照申报表、信用承诺书、申报项目材料编制、装订。

（二）装订须知：申报表首页作封面，纸质材料装订成册。纸质材料加注目录、页码（可手写），申报多个项目的，材料须用彩纸隔开。纸质材料一律用由A4纸打印或复印，相关佐证材料（合同、订单、发票、付款凭证等）须加盖公司公章，整份材料加盖骑缝章。

（三）材料复印件均提交原件。
六、申报审批程序

（一）企业申报

 注册在厦门自贸片区的企业提交申报材料纸质版（一式三份）及相关复印件原件，按时提交厦门自贸片区管委会空港园区办事处进行初审（申报表格样式详见附件）。

注册在湖里区的企业提交申报材料纸质版（一式三份）及相关复印件原件，按时提交湖里区工信局进行初审（申报表格样式详见附件）。 

审核
厦门自贸片区管委会空港园区办事处或湖里区工信局按照相关规定完成审核。
（四）资金拨付
申报材料提交厦门自贸片区管委会空港园区办事处的，由空港园区办事处准备申请表、汇总清单等材料原件，分别向厦门自贸片区管委会财政金融局、湖里区财政局申请拨款（各按50%拨付）；申报材料提交湖里区工信局的，由湖里区工信局准备申请表、汇总清单等材料原件，向湖里区财政局申请拨款（按100%拨付）。财政部门10个工作日内将补助资金拨付至申请企业。

集成电路双创平台专项资金

申  报  表
申请单位（盖章）：                            

联 系 人：                                    

联系方式：                                    

申请日期：                                    

一、申报项目汇总表 

	序号 
	申报项目名称 
	申请金额（万元） 
	页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


二、材料清单 

	材料类型 
	材料名称 
	备注 

	基本材料

（请在□打√） 
	1.中国（福建）自由贸易试验区厦门片区集成电路双创平台专项资金申报表 □； 

2.信用承诺书 □；
3.企业营业执照□；

4.集成电路双创平台租金补助申请表□；
5.集成电路双创平台增资奖励申报表□；
6.集成电路双创平台人才引进补助申报表□；
7.集成电路双创平台流片补助申报表□；
8.集成电路双创平台芯片小批量封项补助申报表□；

9.申请集成电路双创平台芯片小批量封装资金明细表□；

10.集成电路双创平台芯片首次量产补助申报表□；

11.申请集成电路双创平台芯片首次量产补助资金明细表□；
12.集成电路双创平台公共平台使用补助申请表□；
13.申请集成电路双创平台公共平台使用补助资金明细表□；
14.集成电路双创平台EDA工具购买补助申请表□；
	

	申报项目材料

（可自行增加） 
	1 
	

	
	2 
	

	
	3 
	

	
	4.
	


附件1
信用承诺书

本公司所有申报材料真实，不存在重复申报市级财政扶持资金情况。无严重安全生产事故，不属于失信被执行人、联合惩戒、重大税收违法对象。保证企业经营场所、工商注册地址八年内不迁离厦门自贸片区高崎园区机场北片区。如若违反以上承诺，自愿放弃项目申报并退还所获资金，并承担由此造成的一切法律责任。

   单位：盖章              

法人代表（签字）：                         
      年     月      日

附件2
信用承诺书

本公司所有申报材料真实，不存在重复申报市级财政扶持资金情况。无严重安全生产事故，不属于失信被执行人、联合惩戒、重大税收违法对象。保证企业经营场所、工商注册地址八年内不迁离厦门自贸片区高崎园区机场北片区的基础上，承诺再延长五年不迁出厦门自贸片区高崎园区机场北片区，且在企业申请IPO上市时，以厦门自贸片区高崎园区机场北片区的企业主体申报。如若违反以上承诺，自愿放弃项目申报并退还所获资金，并承担由此造成的一切法律责任。

   单位：盖章              

法人代表（签字）：                         
      年     月      日

备注：仅用于存量企业场地租金补助及存量企业增资奖励申报

附件3
集成电路双创平台租金补助申请表

	申请单位
	

	法人代表及电话
	
	身份证号码
	

	职工人数
	
	税务登记证   号及区属地
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	开户银行
	
	银行账号
	

	工商注册时间
	
	工商注册区属地
	

	经营地址
	

	经营范围

及主要产品
	

	场地租赁起止时间
	
	租赁面积（m2）
	

	申请补助期限
	
	申请补助金额
	

	依据的条款名称
	

	申请单位声明
	本单位承诺申报情况属实，提交材料真实有效。                                        

企业法人代表名（签章）          

                                      年     月     日

	审核意见
	                        （公章）   

年     月     日


附件4
集成电路双创平台增资奖励申请表

	申请单位
	

	法人代表及电话
	
	身份证号码
	

	职工人数
	
	税务登记证   号及区属地
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	开户银行
	
	银行账号
	

	工商注册时间
	
	工商注册区属地
	

	经营地址
	

	经营范围

及主要产品
	

	增资金额
	
	市场监管部门   登记时间
	

	实际到资
	
	实际到资时间
	

	申请奖励金额
	

	申请单位声明
	本单位承诺申报情况属实，提交材料真实有效。                                        

企业法人代表名（签章）          

                                      年     月     日

	审核意见
	                            （公章）

年     月     日


附件5
                      公司

申请集成电路双创平台人才引进补助申请表

单位：元
	序号
	姓  名
	专业
	工作合同

起止时间
	市级生活补助资金下拨时间
	获得市级生活补助金额
	申请补助金额
	开户银行及具体网点
	个人银行账户
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	用人单位意见
	        等     位同志常年在我单位工作，本年度工作时间如上，符合申报条件，请予审批。

经办人签名：                            （单位盖章）

单位负责人签章：                      年   月   日


	审核意见

	（公章）         

年     月     日 


附件6
集成电路双创平台流片补助申请表

	申请单位
	

	法人代表及电话
	
	身份证号码
	

	职工人数
	
	税务登记证   号及区属地
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	开户银行
	
	银行账号
	

	申请兑现批次
	

	获得市级流片

补助文号
	
	市级流片补助资金下拨时间
	

	获得市级流片

补助金额
	

	产品描述
	

	申请补助金额
	

	企业法人代表（签章）

                                      申请日期：  年  月  日



	审核意见
	                    （公章） 

            年     月     日 


附件7
集成电路双创平台芯片小批量封装补助申请表

	申请单位
	

	法人代表及电话
	
	身份证号码
	

	职工人数
	
	税务登记证   号及区属地
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	开户银行
	
	银行账号
	

	项目名称
	

	类别
	MPW□/工程批□
	流片时间
	

	电路类型
	□Log集成电路  □Mixed-mode    □Flash   □其他

	产品描述
	

	封装工艺
	

	封装信息


	备注：包含封装数量、加工项目、晶圆批号、晶圆片号

	合同/订单号
	封装厂商
	封装金额(元）

	
	
	

	
	
	

	合计
	

	企业法人代表（签章）                           申请日期：  年  月  日



	审核意见
	（公章）

            年     月     日 


附件8
                      公司

申集成电路双创平台芯片小批量封装补助资金明细表

	产品型号
	封装厂商
	发票信息

	
	
	货物名称
	规格型号
	发票号
	单位
	数量
	金额（含税） 单位：元
	开票日期
	开票方名称

	
	
	
	
	
	
	
	美元
	汇率
	人民币
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	制表人（签字）：             手机：               负责人核对（签字）：           时间：  年  月  日


附件9
集成电路双创平台

芯片首次量产补助申请表

	申请单位
	

	法人代表及电话
	
	身份证号码
	

	职工人数
	
	税务登记证   号及区属地
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	开户银行
	
	银行账号
	

	产品型号
	

	完成工程批试流片的时间
	
	项目获得申报市级流片补助下拨文号
	

	电路类型
	□Logic电路 □模拟射频 □Mixed-mode □存储器 □其他

□化合物半导体 □MEMS □功率半导体器件 □特色工艺器件

	工艺制程
	

	产品描述（功能、性能、技术参数）
	

	应用领域及客户


	

	流片厂商
	
	流片金额（万元）
	         

	量产片数
	
	预计产生销售额
	

	申请补助比例
	
	申请补助金额（万元）
	

	芯片研发过程说明（描述芯片MPW、工程批、量产阶段性的时间节点、芯片版图、ID、性能改进过程等）



	本单位提供的申报材料真实、准确、可靠，我公司对其真实性负全部责任。若申报材料中有虚假、伪造等违规情况，愿意接受主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

企业法人代表（签章）                           申请日期：  年  月  日



	审核意见


	    （公章） 

            年     月     日


备注：1.工艺线宽填写CMOS、GaAs MMIC等具体半导体材料及工艺制程。

2.申请多个项目的，需分开填写，每个项目填写一张表。

	附件10

集成电路双创平台芯片首次量产补助资金汇总表
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：万元

	序号
	单位名称
	产品型号
	产品类型①
	流片/光罩厂商
	工艺线宽 (CMOS/GaAs  MMIC等）②
	发票信息
	是否通过第三方流片
	实际支付费用⑤
	申请奖励比例
	申请奖励金额    
	备注

	
	
	
	
	
	
	货物名称
	规格型号
	单位③
	数量
	发票号
	开票日期
	开票方名称
	发票金额
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	外币
	汇率④
	人民币
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	必填
	
	必填
	

	制表人（签字）：           手机：       负责人核对（签字）：                           时间：  年    月    日
	

	填表说明：
①产品类型：集成电路芯片、化合物半导体器件、微机电系统（MEMS）、功率半导体器件、特色工艺器件。
②工艺线宽填写CMOS、GaAs MMIC等具体半导体材料及工艺制程。
③wafer单位为片。
④外汇汇率以付款当日中间价为准（附汇价截图）。
⑤实际支付费用，以支付给晶圆厂/光罩厂费用为准。通过第三方的需剔除服务费用。


附件11

集成电路双创平台公共平台使用补助申请表

	申请单位
	

	法人代表及电话
	
	身份证号码
	

	职工人数
	
	税务登记证   号及区属地
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	开户银行
	
	银行账号
	

	类别
	MPW□/工程批□
	流片时间
	

	电路类型
	□Log集成电路  □Mixed-mode    □Flash   □其他

	是否申请或获得同类补助
	□是   □否
	补助金额
	          元

	产品描述
	

	测试内容
	

	测试设备


	

	合同/订单号
	测试厂商
	测试金额（元）

	
	
	

	
	
	

	合计
	

	申请单位声明
	本单位保证上述填报内容及所提供的附件材料真实、完整、无误。                                       

企业法人代表（签章）          

                                      年     月     日

	审核意见
	                      （公章）

                          年     月     日 


附件12
                      公司

申请集成电路双创公共平台使用资金明细表

	产品型号
	厂商
	发票信息

	
	
	货物名称
	规格型号
	发票号
	单位
	数量
	金额（含税） 单位：元
	开票日期
	开票方名称

	
	
	
	
	
	
	
	美元
	汇率
	人民币
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	制表人（签字）：             手机：               负责人核对（签字）：           时间：  年  月  日


附件13

集成电路双创平台EDA工具购买补助申请表

	申请单位
	

	法人代表及电话
	
	身份证号码
	

	职工人数
	
	年度营收
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	开户银行
	
	银行账号
	

	工商注册区属地

及注册时间
	
	税务登记证号及区属地
	

	经营地址
	

	经营范围

及主要产品
	

	EDA设计工具软件名称、类型及购买时间
	

	申请补助金额
	

	申请单位声明
	本单位保证上述填报内容及所提供的附件材料真实、完整、无误。                                       

企业法人代表（签章）          

                                      年     月     日

	审核意见
	                                           （公章）

年     月     日






